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RESUMO

Todos os interessados em apresentar trabalhos no Congresso de Métodos Numéricos
em Engenharia devem submeter, por via electrónica, resumos com uma página até dia
14 de Janeiro de 2022.

O resumo deve apresentar uma breve descrição das partes fundamentais do trabalho,
resultados e conclusões, a sua importância, e referencias relevantes. O resumo tem de ser
escrito em Espanhol, Português ou Inglês, utilizando o tipo de letra Times-Roman 12pt.

O resumo deve ser escrito de acordo com o formato existente nos ficheiros-tipo dispońıveis
em https://congress.cimne.com/cmn2022/frontal/registration.asp. O tamanho do resumo
é limitado a uma página e não deve incluir secções ou subsecções. Caso seja apropriado,
pode incluir fórmulas e figuras, bem como referências bibliográficas num formato semel-
hante a [1, 2]. Em nenhum caso pode o tamanho do resumo exceder uma página.

O resumo tem de apresentar o nome e morada completa do(s) autor(es). No caso de um
trabalho em co-autoria, o autor que apresenta o trabalho deve ser identificado com um
asterisco.
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